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浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2021-06-002 

投资者关系

活动类别 

特定对象调研     □分析师会议 

□媒体采访         □业绩说明会 

□新闻发布会       □路演活动 

□现场参观 

□其他：        

参与单位名

称及人员姓

名 

中欧基金 葛兰、嘉实基金 张淼、天治基金 武建刚、上投摩根 

翟旭、华安基金 苏绪盛、南华基金 衡攀宇、富安达基金 余思

贤、中信建投基金 周户、凯石基金 陈晓晨、鑫元基金 陈令朝、

招商基金 杨熙、睿远基金 刘平、长城基金 余欢、中欧基金 方

申申、英大保险资管 李海、新华资产 朱战宇、中意资产 臧怡、

太平资产 赵洋、安盛天平财险 段紫薇、建信人寿 何子为、国

寿资管 夏冬、长城财富 韩小禹、中再资管 赵勇、中荷人寿 张

作兴、交银康联 郭昊、长城财富 韩小禹、周夏真 管晶鑫、

Fidelity 马智琴、盈丰资产 Daisy、宏道投资 彭子姮、景泰

利丰 吕伟志、钜鑫资本 李玉婷、广州金控 黄勇、宁泉投资 陈

逸洲、新同方 杨涛、晨燕 滕兆杰、涌贝资产 马勇超、巴沃资

产 张春、枫池投资 孙关世裿、宏流 李纬东、远望角投资 翟

灏、鸿道投资 方云龙、亘曦资产 林娟、华夏未来 丁鑫、锐天

投资 栾宇、淡水泉 周玖洲、智诚海威 车向前、南方天辰 李

更、龙门资产 许志鑫、高维资产 陆静、道仁资产 李晓光、中

信产业基金 卢婷、途灵 赵梓峰、大岩资本 刘洁、贵诚信托 程

昊汝、平安理财 朱星星、招银理财 龙云、东方资管 谢贻辉、

浙商自营 翁晋翀、华福自营 林璟、中信资管 刘琦、中天证券 

王帅、申万资管 邓拥军、海通资管 刘彬、恒泰证券 徐结文、

长江资管 杨杰、广发证券 于洋、国海资管 吴正明、长江证券 

杨洋。 

时间 2021年 6 月 30日 



地点 会议室（电话会议） 

上市公司接

待人姓名 
副总经理/董事会秘书 李志萍 

投资者关系

活动主要内

容介绍 

一、公司情况介绍 

公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要

产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用

于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料

制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标

准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子

材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核

心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的

研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的

技术储备和强大的技术创新能力。在我国分立器件用硅研磨片

领域占据领先的市场地位。最终产品应用在各种电子产品当中，

包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、

新能源等领域。 

二、互动交流 

1、请问公司上半年业绩情况如何，半年度报告将于何时发布？ 

公司 2021 年上半年的经营情况良好，订单充足。2021 年

半年度报告将会在 2021年 8月 26日对外发布。 

 

2、请问公司募投项目所需的生产设备是哪里采购的？ 

公司募投项目所需的关键设备较多使用进口设备，部分生

产设备国产替代。公司将会根据实际生产及产品质量控制来选

择设备厂商。 

 

3、请问宁夏中晶收购资产后产能的具体情况如何？何时能正式

投产？ 

此次宁夏中晶收购相关资产后，产能与原先相比有较大提

升。目前正在进行设备设施改造，产能将会在未来一段时间内



逐渐释放。 

 

4、请问公司有考虑新的投资计划，或者投资方向吗？ 

公司自设立以来始终致力于成为高品质半导体硅材料的专

业供应商，一直密切关注行业发展动态，加强与半导体材料相

关产业的合作。 

 

5、请问公司当前是否有 8 英寸抛光片的订单？ 

公司募投项目的基础设施建设、公共动力设施、管道安装、

设备到货等按照整体规划在加速推进中，产品投产和客户验证

尚需要时间。当前无法接受 8英寸抛光片的订单。 

 

6、请问公司做 8 英寸抛光片的优势在哪里？ 

（1）公司团队在半导体材料领域具备良好的专业背景和二

十多年本行业从业经验。 

（2）6-8英寸的硅片生产存在技术共同性，现有专利涵盖

8英寸硅片生产技术。 

（3）抛光片是在研磨片基础上的延申工序，4-6英寸的抛

光片产品已批量生产，公司工艺技术和生产人员有较好的储备。 

 

7、请问公司未来是否有计划做 12 英寸抛光片？ 

作为专业的半导体材料企业，中晶深耕多年，未来会往更

大尺寸的方向努力。公司主营业务为 3-6英寸半导体研磨硅片，

募投项目为《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项

目》，公司将根据企业经营情况逐步拓展经营业务，以更好的

业绩回报股东。 

 

附件清单（如 无 



有） 

日期 2021年 6 月 30日 

 


